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引线键合封装：
可靠、灵活、
工艺成熟

随着半导体封装技术在结构和功能设计

上不断突破创新，晶圆趋于薄型化，芯片

尺寸趋于小型化。对于部分应用场景而

言，系统级封装(SiP)和系统级模块(SoM)
等异构集成设计是实现晶体管微缩的可

行且经济高效的替代方案。倒装芯片和

引线键合互连技术均支持这些新架构，

所采用的设计方法则取决于成本、外形

尺寸和系统速度方面的不同需求。尽管

倒装芯片发展迅猛，但引线键合IC封装

仍在市场上占据主导地位。这是由于引

线键合封装的工艺成熟，具备优秀的可

靠性，且其在汽车电子等领域的出色性

能表现得到了验证。汉高作为半导体材

料创新者，70多年来始终致力向我们的

客户提供市场领先的解决方案。
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引线框架封装材料
引线框架封装继续保持稳定的年增长，其中汽车和工业自动化领域的技术进步为引线框架封装的发展做出了

巨大贡献。由于引线框架应用要求高可靠性，因此材料必须达到最高JEDEC MSL级别和最佳车规级性能。数

十年来，汉高秉持不断创新的精神，向市场提供高品质的半导体封装解决方案，以满足单芯片和多芯片布局

中越来越挑战的尺寸和胶层控制要求。
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芯片粘接膜

芯片粘接胶



芯片粘接胶
当温度控制和功能可靠性成为封装性能的关键因素时，汉高芯片粘接胶材料成为封

装专家的理想选择。LOCTITE® ABLESTIK导电和绝缘芯片粘接材料覆盖了市场领先

的超高温烧结和无压烧结配方，可与多种封装类型的不同金属表面兼容，包括分立

器件、DIP、QFN、QFP和SOIC等。

引线框架封装材料-芯片粘接胶 | 6 

扫码下载TDS

导电芯片粘接胶(cDAP)

产品名称 描述 关键属性 芯片尺寸 基材表面
湿敏等级

MSL
体积电阻率 导热率 建议固化方法

mm Ω•cm W/mK

LOCTITE®

ABLESTIK 
3230

含银芯片粘接胶
• 低应力
• 对铜具有出色的粘接力
• 烘箱固化

≤ 8 x 8 铜或银 260℃下
可达到L3 5.0 x 10-2 0.6

30分钟升温+175℃
下15分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK 
3290P

含银芯片粘接胶

• 中等模量
• 低逸气
• 高可靠性
• 烘箱固化或快速固化

≤ 5 x 5 铜、银或PPF 260℃下
可达到L2 2.0 x 10-2 0.8

240℃下180秒
（快速）

LOCTITE®

ABLESTIK
8200TI

含银芯片粘接胶
• 无溢出
• 对预镀表面（PPF）具有出色的粘接力
• 烘箱固化或快速固化

≤ 5 x 5
铜、银、PPF

或金
260℃下
可达到L1 5.0 x 10-5 3.5

220℃下180秒
（快速）

LOCTITE®

ABLESTIK
8290

含银芯片粘接胶

• 低应力
• 低溢出
• 对铜具有出色的粘接力
• 烘箱固化

≤ 5 x 5
铜、银、PPF

或金
260℃下
可达到L3 8.0 x 10-3 1.6

30分钟升温+175℃
下15分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK
8302

含银芯片粘接胶

• 低应力
• 出色的热/湿粘接力
• 出色的剥离强度
• 低吸湿性
• 烘箱固化

≤ 8 x 8 铜、银或PPF 260℃下
可达到L1 1.0 x 10-4 0.8

30分钟升温+175℃
下60分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK 
8352L

含银芯片粘接胶

• 低应力
• 最少空洞
• 优异的溢出性能
• 对多种金属表面具有优异的粘接力
• 烘箱固化或快速固化

≤ 8 x 8
铜、银、PPF

或金
260℃下
可达到L2 5.0 x 10-5 5.5

220℃下120秒
（快速）
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产品名称 描述 关键属性 芯片尺寸 基材表面
湿敏等级

MSL
体积电阻率 导热率 建议固化方法

mm Ω•cm W/mK

LOCTITE®

ABLESTIK
8390

含银芯片粘接胶

• 低溢出
• 低可冷凝挥发物
• 适度应力吸收
• 出色的可点胶性
• 直排烘箱快速固化或烘箱固化

≤ 5 x 5 钯或银 260℃下
可达到L3 8.0 x 10-4 1.8

220℃下80秒
（快速）

LOCTITE®

ABLESTIK
84-1LMISR4

含银芯片粘接胶

• 出色的点胶性能
• 工作寿命长
• 产量高
• 固化炉固化

≤ 3 x 3 银、PPF或金 260℃下
可达到L1 ≥ 2.0 x 10-4 2.5 175℃下1小时

LOCTITE®

ABLESTIK
8600

含银芯片粘接胶
• 低溢出
• 出色的封装内导热性能
• 烘箱固化或快速固化

≤ 5 x 5
铜、银、PPF

或金
260℃下
可达到L1 1.0 x 10-3 > 4

220℃下60秒
（快速）

LOCTITE® 
ABLESTIK ABP 
8303A

含银芯片粘接胶
• 与铜引线框架兼容
• 用于大型芯片
• 车规级

≤ 8 x 8 铜、银或PPF 260℃下
可达到L1 6.2 x 10-3 1.5

30分钟升温+175℃
下60分钟保温

LOCTITE® 
ABLESTIK ABP 
6389

含银芯片粘接胶

• 与铜引线框架兼容
• 用于中型芯片
• 高导热
• 车规级

≤ 5 x 5 铜、银或PPF 260℃下
可达到L1 6.0 x 10-5 10.0

30分钟升温+175℃
下60分钟保温 

LOCTITE® 
ABLESTIK ABP 
6395T

含银芯片粘接胶

• 与铜引线框架兼容
• 用于小型芯片
• 超高导热
• 车规级

≤ 3 x 3 铜、银或PPF 260℃下
可达到L1 4.0 x 10-5 30.0

30分钟升温+200℃
下30分钟保温

导电芯片粘接胶(cDAP)–续
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产品名称 描述 关键属性 芯片尺寸 基材表面
湿敏等级

MSL
体积电阻率 导热率 建议固化方法

mm Ω•cm W/mK

LOCTITE®

ABLESTIK 
ABP 8060T

含银芯片粘接胶

• 高模量
• 高芯片剪切强度
• 疏水
• 烘箱固化

≤ 2 x 2
铜、银、PPF

或金
260℃下
可达到L2 2.5 x 10-5 20

45分钟升温+200℃下
60分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK 
ABP 8062T

含银芯片粘接胶

• 疏水
• 导电
• 导热
• 高温下稳定

3 x 3 银或PPF 260℃下
可达到L3 5 x 10-5 24

在氮气或空气烘箱
中，45分钟从25℃升
温至200℃+200℃下

30分钟

LOCTITE®

ABLESTIK
ABP 8064T

含银芯片粘接胶
• 中等模量
• 低逸气
• 烘箱固化

3 x 3 – 8 x 8
铜、银、PPF

或金
260℃下
可达到L1 2.0 x 10-5 22

60分钟升温+180℃下
60分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK
ABP 8065T

含银芯片粘接胶

• 无通道空洞问题
• 高芯片剪切强度
• 可点胶银浆
• 烘箱固化或快速固化

≤ 2 x 2 银或金 260℃下
可达到L3 3.0 x 10-5 10

在氮气（烘箱）中，30
分钟升温+185℃下

60分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK
ABP 8066T

含银芯片粘接胶

• 长晾置时间
• 高芯片剪切强度
• 疏水
• 低逸气
• 烘箱固化

≤ 5 x 5
铜、银、PPF

或金
260℃下
可达到L1 4.0 x 10-5 15

30分钟升温+175℃下
60分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK 
ABP 8068TA

含银无压烧结
芯片粘接胶

• 单组分
• 低温烧结
• 一流的电气和导热性能
• 出色的可加工性
• 高可靠性

≤ 5 x 5 银、PPF 260℃下
可达到L1 9.0 x 10-6 110

20分钟升温至130℃，
保温30分钟，15分钟升
温至200℃，保温1小时

LOCTITE®

ABLESTIK
ABP 8068TB

含银无压烧结
芯片粘接胶

• 无树脂溢出
• 低温烧结
• 一流的电气和导热性能
• 出色的可加工性
• 高可靠性

≤ 5 x 5 银、PPF和金 260℃下
可达到L1 7.0 x 10-6 100

20分钟升温至130℃，保
温30分钟，15分钟升温
至200℃，保温1–2小时

LOCTITE® 
ABLESTIK ABP 
8068TD

含银无压烧结
芯片粘接胶

• 无需BSM
• 高导热
• 车规级

≤ 3 x 3
银、PPF、铜

和金
260℃下
可达到L1 1.0 x 10-5 50

20分钟升温+130℃下
30分钟保温，15分钟升
温+200℃下1小时保温

LOCTITE® 
ABLESTIK ABP 
8068TI

含银无压烧结
芯片粘接胶

• 需要银或金BSM
• 超高导热
• 车规级

≤ 3 x 3 银、PPF 260℃下
可达到L1 9.0 x 10-6 165

20分钟升温+130℃下
30分钟保温，15分钟升
温+200℃下1小时保温

导电芯片粘接胶(cDAP)–续
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产品名称 描述 关键属性 芯片尺寸 基材表面
湿敏等级

MSL
体积电阻率 导热率 建议固化方法

mm Ω•cm W/mK

LOCTITE®

ABLESTIK 
ABP 8060T

含银芯片粘接胶

• 高模量
• 高芯片剪切强度
• 疏水
• 烘箱固化

≤ 2 x 2
铜、银、PPF

或金
260℃下
可达到L2 2.5 x 10-5 20

45分钟升温+200℃下
60分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK 
ABP 8062T

含银芯片粘接胶

• 疏水
• 导电
• 导热
• 高温下稳定

3 x 3 银或PPF 260℃下
可达到L3 5 x 10-5 24

在氮气或空气烘箱
中，45分钟从25℃升
温至200℃+200℃下

30分钟

LOCTITE®

ABLESTIK
ABP 8064T

含银芯片粘接胶
• 中等模量
• 低逸气
• 烘箱固化

3 x 3 – 8 x 8
铜、银、PPF

或金
260℃下
可达到L1 2.0 x 10-5 22

60分钟升温+180℃下
60分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK
ABP 8065T

含银芯片粘接胶

• 无通道空洞问题
• 高芯片剪切强度
• 可点胶银浆
• 烘箱固化或快速固化

≤ 2 x 2 银或金 260℃下
可达到L3 3.0 x 10-5 10

在氮气（烘箱）中，30
分钟升温+185℃下

60分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK
ABP 8066T

含银芯片粘接胶

• 长晾置时间
• 高芯片剪切强度
• 疏水
• 低逸气
• 烘箱固化

≤ 5 x 5
铜、银、PPF

或金
260℃下
可达到L1 4.0 x 10-5 15

30分钟升温+175℃下
60分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK 
ABP 8068TA

含银无压烧结
芯片粘接胶

• 单组分
• 低温烧结
• 一流的电气和导热性能
• 出色的可加工性
• 高可靠性

≤ 5 x 5 银、PPF 260℃下
可达到L1 9.0 x 10-6 110

20分钟升温至130℃，
保温30分钟，15分钟升
温至200℃，保温1小时

LOCTITE®

ABLESTIK
ABP 8068TB

含银无压烧结
芯片粘接胶

• 无树脂溢出
• 低温烧结
• 一流的电气和导热性能
• 出色的可加工性
• 高可靠性

≤ 5 x 5 银、PPF和金 260℃下
可达到L1 7.0 x 10-6 100

20分钟升温至130℃，保
温30分钟，15分钟升温
至200℃，保温1–2小时

LOCTITE® 
ABLESTIK ABP 
8068TD

含银无压烧结
芯片粘接胶

• 无需BSM
• 高导热
• 车规级

≤ 3 x 3
银、PPF、铜

和金
260℃下
可达到L1 1.0 x 10-5 50

20分钟升温+130℃下
30分钟保温，15分钟升
温+200℃下1小时保温

LOCTITE® 
ABLESTIK ABP 
8068TI

含银无压烧结
芯片粘接胶

• 需要银或金BSM
• 超高导热
• 车规级

≤ 3 x 3 银、PPF 260℃下
可达到L1 9.0 x 10-6 165

20分钟升温+130℃下
30分钟保温，15分钟升
温+200℃下1小时保温
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导电芯片粘接胶(cDAP)–续

产品名称 描述 关键属性 芯片尺寸 基材表面
湿敏等级

MSL
体积电阻率 导热率 建议固化方法

mm Ω•cm W/mK

LOCTITE®

ABLESTIK
FS 849-TI

含银芯片粘接胶

• 出色的封装内导热性能
• 低溢出
• 中等模量
• 低逸气
• 烘箱固化

≤ 8 x 8 银或金 260℃下
可达到L2 2.0 x 10-5 7.8

15分钟升温+175℃下
30分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK
QMI519

含银芯片粘接胶

• 出色的点胶性能
• 工作寿命长
• 产量高
• 疏水
• 快速烘箱固化或急速固化

≤ 5 x 5
铜、银、PPF

或金
260℃下
可达到L1 1.0 x 10-4 3.8

200℃下≥10秒（急速
固化）

LOCTITE®

ABLESTIK
QMI529HT-LV

含银芯片粘接胶

• 良好的点胶特性
• 高温下稳定
• 疏水
• 出色的粘接强度
• 烘箱固化

≤ 8 x 8 银或PPF 260℃下
可达到L1 5.0 x 10-5 8

30分钟升温+175℃下
60分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK
SSP 2020

银烧结芯片粘接胶

• 高芯片剪切强度
• 稳健的点胶和丝网印刷性能
• 良好的作业性
• 支持有压或无压烧结

≤ 3 x 3 银或金 260℃下
可达到L3 4.8 x 10-5 > 100

10分钟升温+250℃
下60分钟保温（无压

烧结）



绝缘芯片粘接胶(ncDAP)

产品名称 描述 关键属性 芯片尺寸 基材表面 湿敏等级MSL 导热率 建议固化方法

mm W/mK

LOCTITE®

ABLESTIK 
2025D

绝缘芯片粘接胶

• 低溢出
• 极低应力
• 用于视觉识别的红色
• 烘箱固化

≤ 8 x 8 阻焊层 260℃下
可达到L3 0.4 30分钟升温+175℃下15

分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK 
8900NCM

绝缘芯片粘接胶

• 低溢出
• 低空洞率
• 适度应力吸收
• 出色的点胶性能
• 不含III类致癌、致突变或生殖毒性
（CMR）物质
• 烘箱固化

≤ 8 x 8
钯、铜、银
或PPF

260℃下
可达到L3 0.3 30分钟升温+175℃下15

分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK
ABP 8611

绝缘芯片粘接胶

• 出色的介电性能
• 适用于铜线或金线键合
• 高温下具有高模量
• 烘箱固化

≤ 2 x 2 铜、银或PPF 260℃下
可达到L3 0.7 30分钟升温+175℃下60

分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK
ABP 8910T

高导热绝缘
芯片粘接胶

• 中等模量
• 高可靠性
• 烘箱固化

≤ 8 x 8 铜、银或PPF 260℃下
可达到L3 1.3 30分钟升温+175℃下15

分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK
ABP 84-3JT

绝缘芯片粘接胶

• 绝缘
• 隔热性
• 对铜和银具有良好的粘接力
• 无树脂溢出
• 可急速固化
• 含1mil垫片，可更好地控制胶层
和应力

≤ 5 x 5 银或铜 260℃下
可达到L3 0.6

在氮气烘箱中，30分钟
升温至175℃+175℃下

60分钟

LOCTITE®

ABLESTIK 
2053S

绝缘芯片粘接胶
• 绝缘
• 低应力
• 红色

5 X 5
阻焊层或
层叠芯片

260℃下
可达到L3 0.19 175℃下30分钟+175℃

下15分钟

LOCTITE® 
ABLESTIK ABP 
8920TC

高导热绝缘
芯片粘接胶

• 绝缘
• 高导热
• 良好的隔热性
• 高可靠性

≤ 3 x 3 铜、银、PPF 260℃下
可达到L1 3.0

30分钟升温+175℃下60
分钟保温

LOCTITE® 
ABLESTIK ABP 
84-3J

绝缘芯片粘接胶
• 绝缘
• 良好的隔热性
• 白色

≤ 3 x 3 铜、银、PPF 260℃下
可达到L1 0.5

30分钟升温+150℃下
60分钟保温
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产品名称 描述 关键属性 芯片尺寸 基材表面 湿敏等级MSL 导热率 建议固化方法

mm W/mK

LOCTITE®

ABLESTIK 
2025D

绝缘芯片粘接胶

• 低溢出
• 极低应力
• 用于视觉识别的红色
• 烘箱固化

≤ 8 x 8 阻焊层 260℃下
可达到L3 0.4 30分钟升温+175℃下15

分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK 
8900NCM

绝缘芯片粘接胶

• 低溢出
• 低空洞率
• 适度应力吸收
• 出色的点胶性能
• 不含III类致癌、致突变或生殖毒性
（CMR）物质
• 烘箱固化

≤ 8 x 8
钯、铜、银
或PPF

260℃下
可达到L3 0.3 30分钟升温+175℃下15

分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK
ABP 8611

绝缘芯片粘接胶

• 出色的介电性能
• 适用于铜线或金线键合
• 高温下具有高模量
• 烘箱固化

≤ 2 x 2 铜、银或PPF 260℃下
可达到L3 0.7 30分钟升温+175℃下60

分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK
ABP 8910T

高导热绝缘
芯片粘接胶

• 中等模量
• 高可靠性
• 烘箱固化

≤ 8 x 8 铜、银或PPF 260℃下
可达到L3 1.3 30分钟升温+175℃下15

分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK
ABP 84-3JT

绝缘芯片粘接胶

• 绝缘
• 隔热性
• 对铜和银具有良好的粘接力
• 无树脂溢出
• 可急速固化
• 含1mil垫片，可更好地控制胶层
和应力

≤ 5 x 5 银或铜 260℃下
可达到L3 0.6

在氮气烘箱中，30分钟
升温至175℃+175℃下

60分钟

LOCTITE®

ABLESTIK 
2053S

绝缘芯片粘接胶
• 绝缘
• 低应力
• 红色

5 X 5
阻焊层或
层叠芯片

260℃下
可达到L3 0.19 175℃下30分钟+175℃

下15分钟

LOCTITE® 
ABLESTIK ABP 
8920TC

高导热绝缘
芯片粘接胶

• 绝缘
• 高导热
• 良好的隔热性
• 高可靠性

≤ 3 x 3 铜、银、PPF 260℃下
可达到L1 3.0

30分钟升温+175℃下60
分钟保温

LOCTITE® 
ABLESTIK ABP 
84-3J

绝缘芯片粘接胶
• 绝缘
• 良好的隔热性
• 白色

≤ 3 x 3 铜、银、PPF 260℃下
可达到L1 0.5

30分钟升温+150℃下
60分钟保温
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芯片粘接膜
芯片粘接膜非常适用于对芯片/基岛比、高密

度封装设计和薄晶圆处理复杂性等方面都要求

严苛的应用与工艺场景。汉高研发并推出了多

种配方，可满足包括引线种类兼容性、固化机

制、晶圆减薄和芯片尺寸在内的不同要求。

扫码下载TDS
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产品名称 描述 关键属性 膜厚 湿敏等级MSL 导热率

µm W/mK

LOCTITE®

ABLESTIK 
CDF 200P 系列 

含银芯片粘接胶膜
• 适用于小型芯片
• 推荐用于薄晶圆处理应用
• 烘箱固化

15或30 260℃下可达到L1 2.3

LOCTITE®

ABLESTIK 
CDF 300P 系列

含银芯片粘接胶膜

• 适用于小型芯片
• 高粘接力
• 良好润湿性
• 烘箱固化

15或30 260℃下可达到L1 1.0

LOCTITE®

ABLESTIK
CDF 500P 系列

含银芯片粘接胶膜 

• 适用于中型到大型芯片
• 良好的润湿性和低翘曲
• 推荐用于薄晶圆处理应用
• 烘箱固化

15或30 260℃下可达到L1 1.5

LOCTITE®

ABLESTIK
CDF 600P 系列

含银芯片粘接胶膜 

• 低应力和出色的润湿性，适用于大型芯片
• 兼容各种金属表面以及阻焊层
• 推荐用于薄晶圆处理应用
• 烘箱固化

25 260℃下可达到L2 1.0

LOCTITE®

ABLESTIK 
CDF 800P 系列

含银芯片粘接胶膜
• 适用于小型芯片
• 推荐用于薄晶圆处理应用
• 烘箱固化

15 260℃下可达到L1 3.4

导电芯片粘接膜(cDAF)

 12 | 引线框架封装材料-芯片粘接膜



 引线框架封装材料-芯片粘接膜 | 13 

产品名称 描述 关键属性 切割胶带 膜厚 导热率 湿敏等级，MSL

µm W/mK

LOCTITE®

ABLESTIK 
ATB 100GR 系列

热固型绝缘
芯片粘接胶膜

• 出色的可加工性
• 在引线框架和层压基材上具有出色的粘接力
• 高可靠性
• 在小型和中型芯片尺寸上都具有一致的切割和芯片
拾取性能

非UV固化 25 0.34 260℃下
可达到L1

LOCTITE®

ABLESTIK 
ATB 100HB 系列

热塑型绝缘
芯片粘接胶膜

• 热预算长（175℃下1-1.5小时）
• 适用于大型芯片应用的一致切割和芯片拾取性能
• 在各种引线框架表面上具有良好的粘接力

UV/非UV固化    5、10、15、
20、25或30 0.21 260℃下

可达到L1

LOCTITE®

ABLESTIK 
ATB F100E 系列

热固型绝缘
芯片粘接胶膜

• 适用于小型到大型芯片
• 对于3mm x 3mm以下的芯片具有出色的可加工性
• 工作寿命长（层压前后4个月）
• 与SDBG工艺兼容
• 适用于FoW和FoD应用
• 烘箱固化

UV/非UV固化 25 0.57 260℃下
可达到L1

绝缘芯片粘接膜(ncDDF)
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晶圆背面涂覆胶
为了实现最大的单位时间产能，晶圆背面涂覆胶采用丝网印刷或钢网印刷，以实现整片

晶圆的大规模施胶，无需连续点胶。在材料半固化之后，形成薄膜，该薄膜提供均匀且

受控的胶层和爬胶，这对于小封装尺寸内的芯片粘接尤为重要。 扫码下载TDS
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产品名称 描述 关键属性 芯片尺寸 基材表面 湿敏等级MSL 体积电阻率 导热率 建议固化方法

mm Ω•cm W/mK

LOCTITE®

ABLESTIK 
8008

含银晶圆背面涂覆胶
• 出色的钢网印刷和低表面粗糙度
• 无空洞胶层，无溢出
• 烘箱半固化和快速固化或烘箱固化

≤ 3 x 3 铜、银或
PPF

260℃下
可达到L1 1.0 x 10-4 2.2

230℃下60秒
（快速）

LOCTITE®

ABLESTIK 
8008HT

含银晶圆背面涂覆胶
• 通过钢网印刷涂覆
• 无空洞胶层，无溢出
• 烘箱半固化和快速固化或烘箱固化

≤ 1 x 1 铜、银或
PPF

260℃下
可达到L1 6.0 x 10-5 11.0

170℃下20秒
（快速）

LOCTITE®

ABLESTIK
8008MD

含银晶圆背面涂覆胶

• 通过钢网印刷涂覆
• 低应力
• 良好的基材润湿性
• 烘箱半固化和烘箱固化

≤ 4 x 4 铜、银或
PPF

260℃下
可达到L1 5.0 x 10-4 6.0

10分钟升温+115℃
下60分钟保温

产品名称 描述 关键属性 芯片尺寸 基材表面 湿敏等级MSL 建议固化方法

mm

LOCTITE®

ABLESTIK 
8006NS

绝缘晶圆背面涂覆胶
• 通过钢网印刷或丝网印刷涂覆
• 薄至25μm的一致胶层，芯片倾斜最小
• 烘箱半固化和烘箱固化

≤ 4 x 4 铜、银或PPF 260℃下
可达到L1 160℃下2小时

导电晶圆背面涂覆胶(cWBC)

绝缘晶圆背面涂覆胶(ncWBC)
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 16 | 层压封装材料

层压封装材料
除了众所周知的BMI基粘合剂之外，汉高还针对IC封装材料开发了新产品，以适应LGA、大尺寸SiP和SoM等

不同的封装设计提出的高性能要求。这些产品提供了不同的介质形式，包括膏体、液体和薄膜，其灵活性和

精度可以满足最苛刻的应用和制造环境要求。

芯片粘接胶



包封胶

芯片粘接膜

层压封装材料 | 17 
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芯片粘接胶
LOCTITE® ABLESTIK导电和绝缘芯片粘接胶代表着市场对高可靠性和出色性能的产品标

准。汉高芯片粘接胶满足高密度层压封装的挑战性要求，覆盖广泛的芯片尺寸范围，具

有能够控制应力并消除翘曲的快速烘箱固化/快速固化机制和低模量，以及能够防止高

温加工时开裂的低吸湿性等关键特性。

导电芯片粘接胶(cDAP)

扫码下载TDS

产品名称 描述 关键属性 芯片尺寸 基材表面
湿敏等级

MSL
导热率 建议固化方法

mm W/mK

LOCTITE®

ABLESTIK 2000
含银芯片粘接胶

• 低溢出
• 低应力
• 超低吸湿性
• 快速烘箱固化，无空洞

≤ 12 x 12 阻焊膜或金
260℃下
可达到L2

1.2
30分钟升温+175℃
下15分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK 2100A
含银芯片粘接胶

• 低溢出
• 低应力
• 烘箱固化

≤ 12 x 12 阻焊膜或金
260℃下
可达到L2

1.2
30分钟升温+175℃
下15分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK 2300
含银芯片粘接胶

• 低溢出
• 低应力
• 出色的可点胶性
• 低空洞率
• 烘箱固化

≤ 8 x 8 阻焊膜或金
260℃下
可达到L2

0.6
30分钟升温+175℃
下15分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK 2700HT
含银芯片粘接胶

• 出色的溢出性能
• 工作寿命长
• 对金的热/湿粘接力强
• 非常适合小针头点胶
• 烘箱固化

≤ 3 x 3
阻焊膜、银
或金

260℃下
可达到L3

11.0
在氮气中30分钟升
温+175℃下30分

钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK ABP 2030SCR
含银芯片粘接胶

• 低应力
• 与围堰和填充密封剂兼容
• 适用于高产量应用的出色点胶性能
• 快速固化
• 支持智能卡封装 (COB)

≤ 10 x 10
阻焊膜、银、
金或塑料

260℃下
可达到L2

2.0 120℃下120秒

LOCTITE® 
ABLESTIK ABP 2032S

含银芯片粘接胶

• 在各种基材上具有良好的粘合力
• 良好的点胶特性
• 低温烘箱固化
• 支持智能卡封装 (COB)

≤ 10 x 10
阻焊膜、银、
金、钢或
塑料

260℃下
可达到L2

1.0 80℃下60分钟

LOCTITE®

ABLESTIK ABP 8068TB
含银的无压烧结
芯片粘接胶

• 高导热性
• 在各种基材上具有良好的粘接力
• 需要BSM
• 烘箱固化

< 3x3 银、PPF和金
260℃下
可达到L2

100

20分钟升温+130℃
下30分钟保温，15
分钟升温+200℃下

2小时保温



产品名称 描述 关键属性 芯片尺寸 基材表面 湿敏等级，MSL 建议固化方法

mm

LOCTITE®

ABLESTIK 2025D
绝缘芯片
粘接胶

• 低溢出
• 极低应力
• 用于视觉识别的红色
• 在各种基材上具有良好的粘接力
• 烘箱固化

≤ 8 x 8 阻焊膜、铜、银或金 260℃下可达到L3
30分钟升温+175℃下

15分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK 2033SC
绝缘芯片
粘接胶

• 工作寿命长
• 低溢出
• 优化的流变性
• 快速固化
• 支持智能卡封装 (COB)

≤ 8 x 8 阻焊膜、镍、铜、银或金 260℃下可达到L3
30分钟升温+175℃下

15分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK ABP 
2035SCR

绝缘芯片
粘接胶

• 低应力
• 与围堰和填充密封剂兼容
• 适用于高产量应用的出色点胶性能
• 快速固化或低温烘箱固化
• 支持智能卡封装 (COB)

≤ 5 x 5 阻焊膜或金 260℃下可达到L3
30分钟升温+175℃下

15分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK 2053S
绝缘芯片
粘接胶

• 绝缘
• 低应力
• 红色
• 支持层叠芯片粘接

≤ 5 x 5 阻焊膜或金 260℃下可达到L3
在氮气中30分钟升温+175℃下

30分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK ABP 8910T
高导热绝缘
芯片粘接胶

• 绝缘
• 高导热
• 高可靠性
• 蓝色

≤ 5 x 5 阻焊膜或金 260℃下可达到L3
30分钟升温+175℃下

15分钟保温

LOCTITE®

ABLESTIK ABP 892OTC
高导热绝缘
芯片粘接胶

• 绝缘
• 高导热
• 高可靠性
• 白色

≤ 5 x 5 阻焊膜或金 260℃下可达到L3
30分钟升温+175℃下

60分钟保温
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绝缘芯片粘接胶(ncDAP)



导电芯片粘接胶(cDAF)

产品名称 描述 关键属性 膜厚
湿敏等级

MSL
导热率 封装内热阻

µm W/mk K/W

LOCTITE®

ABLESTIK CDF
600P 系列

含银芯片
粘接胶膜

• 低应力和出色的润湿性，适用于大型芯片
• 兼容各种金属表面和阻焊层
• 推荐用于薄晶圆处理应用
• 烘箱固化

25
260℃下
可达到L2

1 2.1

芯片粘接膜
汉高创新的薄膜技术享誉包括半导体封装在内的各个市场领域。我们率先向市场推出首款

面向MOSFET和RF等器件的导电芯片粘接膜，为小型化、高芯片/基岛比、低应力和高粘

接力提供解决方案。绝缘芯片粘接膜为晶圆处理提供稳定性和保护，并为多芯片堆叠提供

薄胶层。

扫码下载TDS
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绝缘芯片粘接胶膜(ncDAF)
产品名称 描述 关键属性 切割胶带 膜厚 晶圆厚度 湿敏等级MSL

µm µm

LOCTITE®

ABLESTIK ATB 
100HB SERIES

热塑型绝缘
芯片粘接胶膜

• 长热预算（175℃下1–1.5小时）
• 适用于大型芯片应用的一致切割和芯片拾取性能
• 成型过程中急速固化

UV/非UV固化 5、10、15、20、25或30 ≥ 50
260℃下
可达到L2

LOCTITE®

ABLESTIK ATB 
100GR SERIES

热固型绝缘
芯片粘接胶膜

• 出色的可加工性
• 在引线框架和层压基材上具有出色的粘接力
• 高可靠性
• 在小型和中型芯片上具有一致的切割和芯片拾取性能

非UV固化 25 ≥ 75
260℃下
可达到L2

LOCTITE® 
ABLESTIK ATB 
100U SERIES

热固型绝缘
芯片粘接胶膜

• 与铜线或金线封装兼容
• 与SDBG工艺兼容
• 快速烘箱固化

非UV固化 5、10、15、20、25或30 ≥ 75
260℃下
可达到L2

LOCTITE® 
ABLESTIK ATB 
100US SERIES

热塑型绝缘
芯片粘接胶膜

• 长热预算（175℃下4小时）
• 适用于大型芯片应用的一致切割和芯片拾取性能
• 成型过程中急速固化

UV/非UV固化 5、10、15、20、25或30 ≥ 50
260℃下
可达到L2

LOCTITE® 
ABLESTIK ATB 
F100E SERIES

热固型绝缘
芯片粘接胶膜

• 适用于小型到大型芯片
• 对于3mm x 3mm以下的芯片具有出色的可作业性
• 工作寿命长（层压前后4个月）
• 与SDBG工艺兼容
• 适用于FoW和FoD应用
• 烘箱固化

UV/非UV固化
25 FoW：35~80 

FoD：90~150
≥ 75

260℃下
可达到L2
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芯片

键合引线

可印刷BOC材料

可印刷的BOC芯片粘接材料
板上芯片封装（BoC）是常用于存储设备，尤其是DRAM的芯片级封装技术。由于

对受控公差和精细功能的要求，芯片粘接材料必须具备最小化芯片倾斜、均匀的胶

层厚度，以及很小或无爬胶等关键特性。汉高完善了其半固化可印刷粘合剂配方，

符合批量生产要求，帮助实现精细的功能设计。

可印刷BOC芯片粘接材料

产品名称 关键属性

25℃和
5rpm下

Brookfield
粘度CP51

通过TMA得
到的玻璃转化
温度，Tg

CTE (ppm/oC) 推荐的半固化条件 固化时间

CP °C
低于

Tg

高于 
Tg

LOCTITE®

ABLESTIK 6200

• 钢网印刷
• 低吸湿性
• 低溢出
• 非常适合需要将容差和溢出降至
最低的芯片级封装

• 烘箱固化
• 专为柔性或层压基材设计

21,000 -10 94 237 120℃下60分钟
30分钟升温+175℃
下60分钟浸泡

LOCTITE®

ABLESTIK 6202C

• 钢网印刷
• 低翘曲
• 非常适合需要将容差和溢出降至
最低的芯片级封装

• 烘箱固化
• 推荐应用于大型芯片
• 专为层压基材设计

28,000 40 70 350 125℃下1小时
30分钟升温+175℃
下60分钟浸泡

LOCTITE® 
ABLESTIK 6202C-X

• 小粒径
• 钢网印刷
• 低翘曲
• 非常适合需要将容差和溢出降至
最低的芯片级封装

• 烘箱固化
• 推荐应用于大型芯片
• 专为层压基材设计

30,000 40 70 232
30分钟升温+125℃下90分钟浸
泡+在通风良好的烘箱中30分钟

降温至25℃

30分钟升温+90℃下90分钟浸
泡+在通风良好的烘箱中30分
钟升温+175℃下60分钟浸泡
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可印刷的BOC芯片粘接材料

产品名称 关键属性

25℃和
5rpm下

Brookfield
粘度CP51

通过TMA得
到的玻璃转化
温度，Tg

CTE (ppm/oC) 推荐的半固化条件 固化时间

CP °C
低于

Tg

高于 
Tg

LOCTITE®

ABLESTIK 6200

• 钢网印刷
• 低吸湿性
• 低溢出
• 非常适合需要将容差和溢出降至
最低的芯片级封装

• 烘箱固化
• 专为柔性或层压基材设计

21,000 -10 94 237 120℃下60分钟
30分钟升温+175℃
下60分钟浸泡

LOCTITE®

ABLESTIK 6202C

• 钢网印刷
• 低翘曲
• 非常适合需要将容差和溢出降至
最低的芯片级封装

• 烘箱固化
• 推荐应用于大型芯片
• 专为层压基材设计

28,000 40 70 350 125℃下1小时
30分钟升温+175℃
下60分钟浸泡

LOCTITE® 
ABLESTIK 6202C-X

• 小粒径
• 钢网印刷
• 低翘曲
• 非常适合需要将容差和溢出降至
最低的芯片级封装

• 烘箱固化
• 推荐应用于大型芯片
• 专为层压基材设计

30,000 40 70 232
30分钟升温+125℃下90分钟浸
泡+在通风良好的烘箱中30分钟

降温至25℃

30分钟升温+90℃下90分钟浸
泡+在通风良好的烘箱中30分
钟升温+175℃下60分钟浸泡

密封剂
汉高围堰/填充和顶部包封系统有助于保护

芯片免受机械损坏和腐蚀。该系列产品符

合JEDEC标准，具备快速点胶特性和灵活

的固化方式。汉高的高纯度环氧树脂密封

剂有助于确保器件在整个使用寿命期间的

可靠性。

围堰 填充 顶部密封

LOCTITE® ECCOBOND FP4451TD ✓
LOCTITE® ECCOBOND FP0087 ✓
LOCTITE® ECCOBOND  FP4450HF ✓
LOCTITE® ECCOBOND FP4470 ✓
LOCTITE® ECCOBOND FP4651 ✓
LOCTITE® ECCOBOND FP4802 ✓
LOCTITE® ECCOBOND FP4323 ✓
LOCTITE® ECCOBOND FP4460 ✓
LOCTITE® ECCOBOND FP4660 ✓
LOCTITE® ECCOBOND EO7021 ✓

用于引线键合层压封装的密封剂
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密封剂-顶部密封

产品名称 描述 关键属性 应用 25℃下
的粘度 玻璃转化温度 CTE 低于 建议固化方法

顶部密封 cP T
g  

(°C) (ppm/°C)

LOCTITE®

ECCOBOND 
FP4323

环氧树脂
顶部密封剂

• 低CTE，改善热循环
• 触变性
• 出色的防潮性和耐化学腐蚀性
• 烘箱固化

COB和塑料
PGA

2RPM下
220,000

174 28 150℃下4小时

LOCTITE®

ECCOBOND 
FP4460

环氧树脂
顶部密封剂

• 低应力和高流动性
• 延长工作寿命
• 良好的耐压力罐性能和低收缩率
• 出色的防潮性和耐化学腐蚀性
• 烘箱固化

汽车、BGA、存
储、COB、SiP
和智能卡

10RPM下
300,000

173 20 150℃下3小时

LOCTITE®

ECCOBOND
FP4660

环氧树脂
顶部密封剂

• 低应力
• 出色的耐化学腐蚀性和热稳定性
• 可喷射
• 烘箱固化

CSP和低应力
应用

5RPM下
120,000

135 13
   125℃下30分钟
+165℃下90分钟

LOCTITE®

EO7021
环氧树脂
顶部密封剂

• 单组分
• 在适当温度下快速烘箱固化

CSP、BGA和
智能卡

5RPM下
17,000

125 67 120℃下1小时
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产品名称 描述 关键属性 应用 25℃下
的粘度 建议固化方法

cP

LOCTITE®

ECCOBOND 
FP0087

环氧树脂填充密封剂

• 低应力和高流动性，减少翘曲和开裂
• 低CTE
• 出色的耐热冲击性和耐湿性
• 无卤素
• 烘箱固化

应力敏感设备和严苛的汽车环境 20RPM下20,000
125℃下1小时+180℃下

1小时

LOCTITE®

ECCOBOND 
FP4450HF

环氧树脂填充密封剂

• 出色的耐化学腐蚀性、耐腐蚀性和耐湿性
• 高热稳定性
• 极高的流动性和精细填料（最大粒径25μm）
• 烘箱固化

汽车、BGA、存储器、COB、SiP
和智能卡

20RPM下32,000
125℃下30分钟+165℃下

90分钟

LOCTITE®

ECCOBOND 
FP4470

环氧树脂填充密封剂

• 260℃下可达到MSL3
• 高可靠性
• 出色的流动性，适用于细间距导线和深腔
• 260℃回流能力，适用于无铅应用
• 烘箱固化

BGA、CSP和LTCC 10RPM下42,000
125℃下30分钟+165℃下

90分钟

LOCTITE®

ECCOBOND 
FP4651

环氧树脂填充密封剂

• 低应力
• 低CTE
• 易于点胶
• 出色的耐化学腐蚀性和热稳定性
• 烘箱固化

汽车、BGA、存储器、COB、SiP、
智能卡和芯片阵列陶瓷封装

20RPM下130,000
125℃下1小时+165℃下

90分钟

LOCTITE®

ECCOBOND 
FP4802

环氧树脂填充密封剂

• 260℃下可达到MSL2
• 低翘曲
• 出色的流动性，适用于细间距导线和深腔
• 烘箱固化

BGA、CSP和LTCC 10RPM下80,000
120℃下60分钟+165℃下

120分钟

密封剂-围堰

密封剂-填充

产品名称 描述 关键属性 应用 25℃下的粘度 建议固化方法

cP

LOCTITE®

ECCOBOND 
FP4451TD

环氧树脂围堰密封剂

•  极低的离子含量
•  高触变性，以及高宽高比（0.7）
•  出色的耐化学腐蚀性和热稳定性
•  与填充密封剂LOCTITE® ECCOBOND FP4450
    搭配使用
•  烘箱固化

BGA和存储器 20RPM下300,000
    125℃下30分钟
+165℃下90分钟
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产品名称 描述 关键属性 应用 25℃下
的粘度 玻璃转化温度 CTE 低于 建议固化方法

顶部密封 cP T
g  

(°C) (ppm/°C)

LOCTITE®

ECCOBOND 
FP4323

环氧树脂
顶部密封剂

• 低CTE，改善热循环
• 触变性
• 出色的防潮性和耐化学腐蚀性
• 烘箱固化

COB和塑料
PGA

2RPM下
220,000

174 28 150℃下4小时

LOCTITE®

ECCOBOND 
FP4460

环氧树脂
顶部密封剂

• 低应力和高流动性
• 延长工作寿命
• 良好的耐压力罐性能和低收缩率
• 出色的防潮性和耐化学腐蚀性
• 烘箱固化

汽车、BGA、存
储、COB、SiP
和智能卡

10RPM下
300,000

173 20 150℃下3小时

LOCTITE®

ECCOBOND
FP4660

环氧树脂
顶部密封剂

• 低应力
• 出色的耐化学腐蚀性和热稳定性
• 可喷射
• 烘箱固化

CSP和低应力
应用

5RPM下
120,000

135 13
   125℃下30分钟
+165℃下90分钟

LOCTITE®

EO7021
环氧树脂
顶部密封剂

• 单组分
• 在适当温度下快速烘箱固化

CSP、BGA和
智能卡

5RPM下
17,000

125 67 120℃下1小时



在汉高，我们重视创新和客户协作。为

此，我们在世界各地投入大量资源，以

便随时满足您的需求。我们凭借专业的

技术团队，依靠数字化工具，实时联通

遍布全球的研发与应用中心。我们帮助

您以更快的速度将新产品推向市场，实

现更可持续的生产方式，并在市场竞争

中取得优势。了解汉高如何利用“放眼

全球，立足本地”的方法让我们与您一

起脱颖而出。

扫码了解更多信息

全球资源共享， 
本地专家支持
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术语索引

 术语 描述

BGA 球栅阵列

BMI 双马来酰亚胺树脂

CBGA 陶瓷球栅阵列

COB 板上芯片封装

CSP 芯片级封装

CTE 热膨胀系数

DIP 双列直插式封装

EMI 电磁干扰

FBGA 细球栅阵列

IC 集成电路

LGA 栅格阵列

MEMS 微机电系统

MOSFET 金属氧化物半导体场效应晶体管

MSL 湿敏等级

PBGA 塑料球栅阵列

PGA 针栅阵列

PPF 由镍层、钯层和金层组成的预镀表面

PTFE 聚四氟乙烯

QFN 方形扁平无引脚封装

QFP 方形扁平封装

RF 射频

SiP 系统级封装

SOIC 小型集成电路

TSOP 薄型小型封装

TSSOP 薄型收缩小型封装

附录
固化类型
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固化类型 说明

半固化

部分固化，直到材料在室温下处于

固态且相对无粘性，但在加热时会

软化和流动

烘箱固化
在传统烘箱中的标准热固化，通常

在15分钟至1小时之间

快速固化
通过直排烘箱快速热固化，有或没

有接触式加热，通常不超过3分钟

急速固化芯片粘
接胶

非常快速的热固化，可以在引线键

合过程中部分固化，在模塑过程中

完全固化密封剂

UV 固化 通过暴露在紫外光下固化
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